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Questa memoria riassume le piu recenti attivita di ricerca svolte dall’Unita di Torino
(Elettronica) nel campo della modellazione di circuiti digitali integrati per la verifiche di
Comepatibilita Elettromagnetica e dell’Integrita di Segnale in sistemi elettronici ad alte
prestazioni.

In particolare, lo studio si e concentrato sulla caratterizzazione sperimentale e
sull’impiego di metodologie di modellazione comportamentale delle porte di ingresso e uscita
e della rete di alimentazione di memorie di tipo Flash o DDR largamente impiegate in
dispositivi commerciali di tipo SiP (System-in-Package) per applicazioni multimediali.
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